OMNIX 5002 技术数据          
	目录
	结果
	标准/备注

	化学特性
	
	

	     腐蚀性
	REL-0 = J-STD 分类
	IPC J-STD-004

	     卤化物含量
	无卤化物 (by titration). 铬酸银试纸 (通过)
	IPC J-STD-004

	BONO 测试
	通过(Sn63/Pb37)
	Bonn测试标准

	电子特性
	
	

	  SIR (IPC 7 天 

@ 85( C/85% RH)
	1.7E + 10 ohms
	通过,  IPC J-STD-004 

{通过 = 1 x 108 ohm min}

	  SIR (Bellcore 96 hours @ 35(C/85% RH) 
	4.3E x 12 ohms
	通过, Bellcore GR78-CORE

{通过 = 1 x 1011 ohm min}

	  Electromigration  (Bellcore 500 hours @ 65(C/85( RH) 
	 Pass
	通过, Bellcore GR78-CORE

62Sn/36Pb/2Ag   {通过=终止  > 初始/10}

	物理特性
	
	Using 90% Metal, Type #3 Powder

	     颜色和比重
	洁净，无色助焊剂残留; 4.6 g/cc 膏体
	63Sn/37Pb 合金

	     粘接力 对 湿度（4小时）
	 >1.5 grams/mm2
  
	IPC J-STD-005

	     黏度
	90%金属含量标识 M13 适合各种丝网印刷
	Malcom 螺旋式粘度仪;  J-STD-005

	     焊锡球
     丝网寿命
	通过  
	通过 IPC J-STD-005

	
	 
	 DIN 标准 32 513, 通过

	     坍塌性
	> 8 小时
	@ 50%RH, 74(F (23oC)

	     颜色和比重
	通过热坍塌测试 (25mil为最大允许宽度)
	IPC J-STD-005

	OMNIX 5002 工艺指南    

	储存－使用
	印刷
	回流 (见图1)
	清洁

	冷藏以保持稳定性@35-45F (3-7C)

冷藏保存时间为六个月。未开封的 OMNIX 5002在室温下(高达 77(F, 25(C) 可存放1个月
不要将模板上使用的焊膏放回罐内与未用的焊膏混合，这样会影响未使用焊膏的流变性。要求回温约4到6小时至室温。锡膏使用前必须达到71℉（20℃）。开始印刷前使用温度计确认锡膏温度达到或超过71℉（20℃）。印刷时温度可达到85℉（30℃）

	丝网: 建议使用 Alpha 激光模板 @ 0.127 or 0.152 inch 厚度， 用于 0.016 or 0.020 mil 间距印刷

刮刀:  建议使用金属刮刀或90硬度聚氨脂刮刀。

压力: 每英寸刮刀长度1.0-2.0 pounds。

 速度: 每秒1- 6 inches (25-150mm)。
锡膏滚动: 1.5-2.0cm 直径， 低于1cm时要及时添加。最大量由刮刀类型决定。

直印式： OM－5000可用于MPM RheoPump(
	气体：洁净干燥的空气或氮气环境。
回流曲线  (Sn 63 合金): 

建议使用直接上升式，斜率为 @ 0.8-1.2(C/sec。用于高密度板的曲线可加预热区，建议如下:

  - 以 60-120C/min. 斜率上升至 145-160C.

  - 在 145-160C 下保持 0.5-2.0 
      分钟。

  - 再以 1-2C/sec 升至 210-
       225C 峰值温度。 超出 
       183C的时间=45-70 secs

-以1.5-2C/sec的 速度回到室温。
	
Alpha OMNIX 5002残留物可留在电路板上。

可用 Alpha Metals提供的 SC-10& SC-10E 溶剂或HydrexTM水溶性清洗剂清洗误印刷或维修后的助焊剂残留



图1：回流曲线
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RheoPumpTM 是Speedline Technologies的商标。HydrexTM是Petroferm,Inc.的商标 。ProFlowTM是DEK Corporation的商标
_1092517764

